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はんだ付される電気及び電⼦組⽴品に関する要件事項

1 ⼀般事項

1.1 適⽤範囲 本規格は、はんだ付される電気・電⼦組⽴品の製造に要求される実践⽅法及び品質要求事項を取

りまとめたものである。本規格の推奨事項と要求事項を完全に理解するには、本書に加え、IPC-HDBK-001及
びIPC-A-610を共に使⽤することを推奨する。

1.2 ⽬的 本規格は、はんだ付される電気・電⼦組⽴品の製造における、材料、⼯法及び受け⼊れ許容基準につ

いて記述する。本規格の⽬的は、製品の製造中において⼀貫した品質レベルを確保するため、⼯程管理の⽅法

を提供することにある。電気的接続を⾏うために使⽤される部品搭載、フラックス塗布、はんだ付の従来⽅法

を排除することは、本規格の意図するところではない。

1.3 クラスの分類 本規格は、電気及び電⼦組⽴品が完成した最終製品⽤途によるクラス分類に従うことを認めて

いる。⽣産性、複雑性、機能的な要求性能、及び検証(検査/試験)頻度における違いを考慮し、⼀般的な最終製

品を以下の3つのクラスに分類する。同製品であっても、異なるクラスが適⽤される場合がある。

ユーザー(1.8.12参照)は、製品のクラスを明らかにする責任を有する。製品クラスは、調達⽂書類内に明⺬され
るべきである。

クラス1 ⼀般的なエレクトロニクス製品

製品の主な要求事項が、完成した電⼦組⽴品の機能と同じであるという⽤途に相応する製品。

クラス2 特定⽤途エレクトロニクス製品

継続的な性能と⻑寿命が要求され、かつ機能(サービス)が中断しないことを要求されるが、それが重要な要素

ではない製品を含む。⼀般的に、最終使⽤環境が故障の原因とはならない

クラス3 ⾼性能エレクトロニクス製品

継続的な⾼性能、または要求に応じて機能することが重要であり、設備の中断は認められず、最終使⽤環境は

極めて厳しく、また⽣命維持やその他の重要システムのように必要時に応じ、機能しなければならない製品。

1.4 測定単位と適⽤本規格のすべての⼨法・公差は他の測定形式(温度、重量など)と同様、国際単位系＝SI(System
International)で表⺬する。(インペリアル単位は、括弧にて表記)⼨法と公差は、⼨法表現の主要形式としてミリ
メートルを使⽤する。必要な精度がミリメートルでは困難な場合、マイクロメートルを使⽤する。温度表⺬で

は、摂⽒を使⽤する。重量は、グラムを使⽤する。

1.4.1 ⼨法の検証 特定部品の搭載と、はんだフィレット⼨法の実測、及びパーセントの判定は、最終判定⽬的以

外では要求されない。この仕様書との適合を判定する⽬的のため、本規格中の全ての仕様公差は、ASTM E29
に定義されたものと同じ絶対公差をいう。
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